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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Keramik-Kochfeld mit
einer Kochplatte aus Glaskeramik oder Glas mit einer
elektrischen Heizleiterschicht, und mit einer Isolier-
schicht zwischen der Kochplatte und der Heizleiter-
schicht.

[0002] Ein derartiges Keramik-Kochfeld ist bspw. aus
der DE 31 05 065 C2 oder aus der US 6 037 572 be-
kannt.

[0003] Das bekannte Keramik-Kochfeld weist eine
Kochplatte aus einer Glaskeramik auf, an deren Unter-
seite eine geerdete Metallschicht aufgespritztist, auf die
wiederum eine Isolierschicht aus Aluminiumoxid aufge-
spritzt ist. An der Unterseite der keramischen lIsolier-
schicht ist ein Heizleiter mittels einer Drucktechnik auf-
gebracht.

[0004] Mit einem derartigen Keramik-Kochfeld kann
eine energiesparendere Heizung erfolgen als bei bisher
bekannten Keramik-Kochfeldern, bei denen die Behei-
zung im wesentlichen mittels Strahlungsenergie erfolgt.
Die Ankochleistung steigert sich hierbei erheblich.
[0005] Die lIsolierschicht zwischen Heizleiterschicht
und Kochplatte ist notwendig, da eine Glaskeramik, wie
etwa Ceran®, eine NTC-Charakteristik besitzt, das
heil3t, bei ansteigenden Temperaturen nimmt die elek-
trische Leitfahigkeit merklich zu.

[0006] Die elektrische Isolierschicht mu® daher bei
Betriebstemperaturen eine Durchschlagsfestigkeit von
etwa 3.750 Volt aufweisen, um die notwendige Betriebs-
sicherheit nach VDE sicherzustellen.

[0007] Hierzu ist es notwendig, die keramische Iso-
lierschicht mit einer erheblichen Schichtdicke zu erzeu-
gen, zum Beispiel etwa 200 - 500 Mikrometer bei der
Verwendung von Al,O4 als Isolierschicht.

[0008] Es hat sich jedoch gezeigt, daf’ bei derart ho-
hen Schichtdicken das Keramikmaterial zur Ri3bildung
neigt und daf} daruber hinaus die thermischen Span-
nungen, die aufgrund der Unterschiede der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten zwischen der Glaskeramik
(+ 0,15 x 106 K1) und Keramik (= 8,0 x 106 K1 bei
Al,O3) erhebliche thermische Spannungen wéhrend
des Betriebes entstehen, so dal’ die keramische Isolier-
schicht zum Abplatzen neigt.

[0009] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein verbessertes Keramik-Kochfeld zu schaffen, bei
dem der Schichtenverbund eine hohe Stabilitdtim Lang-
zeitbetrieb besitzt und gleichzeitig die notwendige elek-
trische Durchschlagsfestigkeit der Isolierschicht sicher-
gestellt ist.

[0010] Diese Aufgabe wird bei einem Keramik-Koch-
feld gemaf der eingangs genannten Art dadurch gelost,
daR die Isolierschicht aus einer Mehrzahl von Schichten
besteht, die eine zur Heizleiterschicht hin abnehmende
Porositat aufweisen.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese Wei-
se vollkommen gel6st. Es hat sich ndmlich gezeigt, dal
durch die spezielle Verwendung derartiger gradierter
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Schichten eine allmahliche Anpassung des thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten an den thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von Glaskeramik erreicht
werden kann. Eine héhere Porositét fuhrt zu einer Ver-
minderung des Elastizitdtsmoduls und damit zu einer
verbesserten Spannungstoleranz gegeniber thermi-
schen Spannungen. Somit kann durch die Aufteilung
der Isolierschicht in mindestens zwei Einzelschichten,
von denen die erste mit einer héheren Porositat in Kon-
takt mit der Kochplatte steht, und die zweite mit einer
niedrigeren Porositat der Heizleiterschicht zugewandt
ist, eine bessere Toleranz gegeniiber Spannungen er-
reicht werden. Insbesondere wird die Gefahr einer
RiRbildung auch bei einer groReren Gesamtdicke der
Isolierschicht vermieden. Gleichzeitig ist eine gute Sta-
bilitdt des gesamten Schichtenverbundes auch gegen-
Uber den stark schwankenden Temperaturbedingungen
wahrend des Betriebes eines solchen Keramik-Kochfel-
des gewabhrleistet.

[0012] Die einzelnen Schichten der Isolierschicht sind
vorzugsweise durch thermisches Spritzen hergestellt.
[0013] Dabei kénnen die verschiedenen Porositaten
der einzelnen Schichten durch unterschiedliche Pulver-
qualitaten oder durch den Einsatz unterschiedlicher
Brenner, vorzugsweise durch atmosphérisches Plas-
maspritzen (APS), oder durch Variation der Prozel3pa-
rameter wahrend des Beschichtungsprozesses erzeugt
werden.

[0014] Zusatzlich kann zwischen der Isolierschicht
und der Kochplatte eine elektrisch leitfahige Zwischen-
schicht vorgesehen sein, die vorzugsweise geerdet
wird.

[0015] Diese elektrisch leitfahige Zwischenschicht
besteht in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung aus
einem Cermet oder einer elektrisch leitfahigen Keramik.
Wahrend durch ein Cermet eine gute elektrische Leitfa-
higkeit bei einem gleichzeitig relativ niedrigen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten sichergestellt ist, bie-
tet die Verwendung einer elektrisch leitfahigen Keramik,
wie sie etwa aus TiO, durch Sauerstoffabreicherung
wahrend des thermischen Spritzens entsteht, den be-
sonderen Vorteil einer guten chemischen Vertraglichkeit
und Haftung auf der Oberflache der Kochplatte bei ei-
nem gleichzeitig noch niedrigeren Ausdehnungskoeffi-
zienten als bei einem Cermet.

[0016] Auch die elektrisch leitfahige Zwischenschicht
ist vorzugsweise durch thermisches Spritzen herge-
stellt.

[0017] Durch die Verwendung einer derartigen elek-
trisch leitfahigen, geerdeten Zwischenschicht kann die
keramische Isolierschicht eine geringere Durchschlags-
festigkeit aufweisen, wobei etwa 1.500 Volt im Kochbe-
trieb ausreichend sind. Im Fehlerfall wird beim elektri-
schen Durchschlag vom Heizleiter auf die Kochplatte in-
folge deren Erdung eine an sich bekannte Sicherung
ausgeldst.

[0018] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
nehmen die Schichten zur Heizleiterschicht hin eine ab-
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nehmende Flache ein.

[0019] Dabei sind die Schichten vorzugsweise zuein-
ander zentriert, insbesondere zueinander konzentrisch
angeordnet. Durch einen allméahlichen, stetigen Uber-
gang im Randbereich zur jeweils benachbarten Schicht
werden Spannungen im Randbereich vermieden.
[0020] Durch ein derartiges Layout wird so vermie-
den, daf3 sich die Randschichten unter dem EinfluR von
thermischen Spannungen von den benachbarten
Schichten ablésen kdnnen.

[0021] Ohne ein derartiges Layout besteht eine ver-
groRerte Gefahr der Schichtablésung insbesondere im
Randbereich.

[0022] Als besonders vorteilhaft hat sich die Ausbil-
dung der Schichten als kreisférmige Schichten heraus-
gestellt, da so die thermisch induzierten Spannungen
wahrend des Betriebes am geringsten sind. Daruber
hinaus ist es jedoch auch mdglich, je nach Anwen-
dungsfall, anders geformte Schichten, zum Beispiel
quadratische oder ovale Schichten, zu verwenden.
[0023] Weist das Kochfeld mehrere Kochstellen, z.B.
4 Kochstellen auf, so befindet sich die Isolierschicht und
die zugehdrigen anderen Schichten vorzugsweise nur
im Bereich der jeweiligen Kochstelle, um die Gesamt-
spannungen so niedrig wie mdglich zu halten.

[0024] Die einzelnen Schichten der Isolierschicht be-
stehen vorzugsweise aus Aluminiumoxid, das eine be-
sonders gute Haftung und eine besonders gute Durch-
schlagsfestigkeit aufweist. Daneben sind Schichten aus
Mullit, aus Cordierit, aus Aluminiumoxid mit Zusatzen
von Titanoxid, aus Zirkonoxid oder Mischungen von Zir-
konoxid und Magnesiumoxid denkbar. Mullit und Cor-
dierit weisen den Vorteil eines geringeren thermischen
Ausdehnungskoeffizienten auf, besitzen jedoch eine
nicht so gute Haftung auf einer Glaskeramikoberflache
wie Aluminiumoxid. Auflerdem ist es nicht mdglich,
Schichten aus Mullit oder Cordierit unmittelbar durch
thermisches Spritzen auf einer Glaskeramikoberflache
zu erzeugen, da diese hierdurch beschadigt wird.
[0025] Hierzu mifite vorzugsweise zunachst eine
Haftvermittlerschicht, die etwa aus Aluminiumoxid, aus
Titanoxid oder Mischungen hiervon besteht, auf die
Oberflache der Glaskeramik aufgespritzt werden, bevor
die Isolierschicht aus Mullit oder Cordierit aufgespritzt
werden kann.

[0026] Gemal einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung weist die Kochplatte an ihrer der Heizleiter-
schicht zugewandten Seite eine ringférmig geschlosse-
ne Vertiefung auf, die in der Nahe des Randbereiches
der auf die Kochplatte aufgespritzten Schicht verlauft.
[0027] Diese MaRnahme tragt zusatzlich zum Abbau
von Spannungen im Randbereich bei.

[0028] Es versteht sich, dal die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erlauternden Merkma-
le der Erfindung nicht in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen oder
in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen
der Erfindung zu verlassen. Weitere Merkmale und Vor-
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teile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausfliihrungsbeispiele unter
Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1  einen Querschnitt einer ersten Ausfiihrung ei-
nes erfindungsgemaRen Keramik-Kochfeldes
und

Fig. 2 einen Querschnitt einer gegentiber der Aus-
fuhrung gemal Fig. 1 leicht abgewandelten
Ausfiihrung eines erfindungsgemafen Kera-
mik-Kochfeldes.

[0029] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemalies Keramik-
Kochfeld insgesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet.
[0030] Es versteht sich, daB die Darstellung lediglich
beispielhaft ist und daf} insbesondere die GroRenver-
haltnisse nicht mafistabsgerecht sind.

[0031] Das Keramik-Kochfeld 10 weist eine Kochplat-
te 12 aus Glaskeramik, etwa aus Ceran® von Schott
auf, die eben ausgebildet ist und zur Aufnahme von
Kochgefalien dient.

[0032] Die Unterseite der Kochplatte 12 ist an den
Stellen, an denen eine Heizung ermdglicht werden soll,
mit einer als Ganzes mit der Ziffer 14 bezeichneten Iso-
lierschicht versehen, auf deren Unterseite eine Heizlei-
terschicht 22 aufgebracht ist.

[0033] Es versteht sich, dal ein derartiges Keramik-
Kochfeld 10 eine Mehrzahl von Kochstellen aufweisen
kann, wie etwa 4 Kochstellen fiir den Haushaltsge-
brauch. In den Figuren 1 und 2 ist jedoch nur eine ein-
zige Kochstelle dargestellt.

[0034] Die Isolierschicht gemaR Fig. 1 besteht aus
drei Teilschichten 16, 18, 20, die jeweils durch thermi-
sches Spritzen auf die Kochplatte 12 bzw. die darunter
liegende Schicht aufgetragen sind.

[0035] Die einzelnen Schichten 16, 18, 20 sind vor-
zugsweise kreisférmig ausgebildet und weisen zur
Heizleiterschicht 22 hin eine abnehmende Oberflache
auf, wobei die einzelnen Schichten 16, 18, 20 zueinan-
der konzentrisch angeordnet sind.

[0036] Durch diese MalRnahme wiirde der Ablésung
von Schichten im Randbereich entgegengewirkt.
[0037] Die einzelnen Isolierschichten 16, 18, 20 kén-
nen bspw. aus Aluminiumoxid bestehen und weisen je-
weils eine Porositat auf, die von der Kochplatte 12 in
Richtung zur Heizleiterschicht 22 hin abnimmt.

[0038] So kdnnte bspw. die erste Teilschicht, die auf
die Oberflache der Kochplatte durch thermisches Sprit-
zen aufgetragen ist, eine Porositat in der GréRenord-
nung von 15 bis 20 Volumenprozent aufweisen, wah-
rend die nachfolgende Teilschicht 18 eine Porositat von
etwa 5 bis 10 Volumenprozent besitzen kénnte und die
letzte Teilschicht 20 eine mdglichst geringe Porositat be-
sitzen koénnte, etwa von 1 % oder darunter.

[0039] Samtliche der Schichten 16, 18, 20 sind durch
thermisches Spritzen (vorzugsweise atmospharisches
Plasmaspritzen) aufgetragen.
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[0040] Um eine ausreichend hohe Durchschlagsfe-
stigkeit sicherzustellen, d.h. mindestens 3.750 Volt bei
Betriebstemperatur liegt die Gesamtdicke der Isolier-
schicht 14 bei der Verwendung von Aluminiumoxid bei
bis zu etwa 500 Mikrometer.

[0041] Vor dem thermischen Spritzen wird die Koch-
platte 12 nicht durch das Ubliche Aufrauhstrahlen vor-
behandelt, da dies zu einer Schadigung der Glaskera-
mikoberflache filhren wiirde, sondern lediglich gerei-
nigt, z.B. mit Azeton entfettet.

[0042] Die genaue Abgrenzung der jeweiligen
Schichten 16, 18, 20 von der darunterliegenden Ober-
flache kann jeweils durch ein Maskierverfahren sicher-
gestellt werden.

[0043] Aufder Unterseite der untersten Teilschicht 20
der Isolierschicht 14 wird eine Heizleiterschicht 22 er-
zeugt. Diese Heizleiterschicht 22 enthalt einen maan-
derférmig gewundenen Heizleiter 24, der bspw. durch
ein Siebdruckverfahren in herkdmmlicher Weise er-
zeugt werden kann.

[0044] Alternativ bietet sich zur Erzeugung des Heiz-
leiters 24 wiederum ein thermisches Spritzverfahren in
Verbindung mit einem Maskierverfahren an, was Vortei-
le gegenuber der herkdmmlichen Erzeugung durch ein
Siebdruckverfahren hat, da beim Siebdruckverfahren
die metallischen Leiter einen glasigen Anteil von meist
mehr als 5 % besitzen, damit die FlieRtemperaturen bei
Schichteneinbrand gesenkt werden koénnen. Dieser
Glasanteil reduziert jedoch den metallischen, leitenden
Anteil der Teilsegmente der jeweiligen Leiterbahn. Die
Leiterbahn, die einen lokal erhdhten Glasanteil hat, be-
sitzt einen Bereich mit hoherem Widerstand, was beim
Stromdurchflul gegebenenfalls zur Uberhitzung und
zum Materialversagen fihren kann.

[0045] Diese Probleme werden bei einem thermisch
gespritzten Heizleiter 22 vermieden.

[0046] Besondere Vorteile bietet hierbei auch die An-
wendung des Laserspritzens, da sich hiermit Bahnen
besonders gut erzeugen lassen.

[0047] Die einzelnen Isolierschichten 16, 18, 20 be-
stehen vorzugsweise aus Aluminiumoxid, womit sich ei-
ne besonders gute Haftung auf der Oberflache der
Kochplatte 12 erzielen laRkt. Gleichzeitig besitzt Alumi-
niumoxid eine gute Durchschlagsfestigkeit. Durch den
gradierten Aufbau mit den zur Heizleiterschicht 22 hin
abnehmenden Porositaten werden die Probleme durch
thermisch bedingte Spannungen, die durch Unterschie-
de der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von et-
wa 8,0 bei 10-6 K- fur Al,O5 und von etwa + 0,15 x 106
K-1 fir Ceran® bestehen, deutlich reduziert.

[0048] Vorteilhaft ist auch die Verwendung von Cor-
dierit (2MgQO-+2Al,04+5Si0, oder Mullit (3Al,03:2Si0,)
als keramisches Isoliermaterial, da dies einen deutlich
geringeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten o
von etwa 2,2 bis 2,4 x 10-6 K-1 fiir Cordierit bzw. von
etwa 4,3 bis 5,0 106 K-1 fir Mullit aufweist.

[0049] Es istjedoch nicht mdglich, eine Mullit-Schicht
oder eine Cordierit-Schicht unmittelbar auf eine Glaske-
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ramik durch thermisches Spritzen aufzutragen, da dies
zur RifRbildung und Schadigung der Oberflache der
Glaskeramik fihrt.

[0050] In diesem Fall miRte zunachst eine diinne
Haftvermittlerschicht in der GréRenordnung von etwa
10 bis 150 Mikrometer, vorzugsweise von etwa 50 bis
100 Mikrometer auf die Oberflache der Glaskeramik
aufgespritzt werden, bevor die nachfolgenden Isolier-
schichten aufgetragen werden.

[0051] Als Haftvermittlerschicht eignet sich bspw. Alu-
miniumoxid, Titanoxid oder Mischungen hiervon.
[0052] Zusétzlich ist in Fig. 1 noch eine ringférmige
Vertiefung 30 oder Rille erkennbar, die sich an der Un-
terseite der Kochplatte 12 befindet und den Rand der
Isolierschicht 16 ringférmig umschlief3t. Diese Vertie-
fung tragt zum Spannungsabbau in diesem Bereich bei.
[0053] In Fig. 2 ist eine Abwandlung des erfingungs-
gemafien Keramik-Kochfeldes insgesamt mit der Ziffer
10' bezeichnet.

[0054] Diese Ausfiihrung unterscheidet sich von der
zuvor beschriebenen Ausfiihrung dadurch, daf3 die Iso-
lierschicht 14' lediglich aus zwei Teilschichten 16', 18’
besteht, und daf® zwischen der Isolierschicht 14' und der
Kochplatte 12 eine Zwischenschicht 26 aus elektrisch
leitfahigem Material erzeugt wurde. Diese Zwischen-
schicht 26 wird geerdet, wie durch die Ziffer 28 ange-
deutet ist.

[0055] Im Fehlerfall wird beim elektrischen Durch-
schlag vom Heizleiter 24 auf die Kochplatte 12 infolge
deren Erdung eine an sich bekannte, nicht gezeigte Si-
cherung der Kochplatte 12 ausgeldst.

[0056] Durch diese MaRnahme kann die Isolier-
schicht 14' eine geringere Gesamtschichtdicke aufwei-
sen, da deren Durchschlagsfestigkeit nunmehr lediglich
1.500 Volt bei Betriebstemperatur betragen muf}, um die
notwendige Sicherheit nach VDE zu gewahrleisten.
[0057] Dies fiihrtdazu, daf® die gesamte Schichtdicke
der Isolierschicht 14' nur noch etwa halb so grof3 oder
sogar geringer ausgefiihrt sein kann, wie bei der Aus-
fuhrung geman Fig. 1.

[0058] Wahrend bei der Ausfiihrung gemaf Fig. 1 ei-
ne Schichtdicke der Isolierschicht 14 von bis zu etwa
500 Mikrometer notwendig ist, ergibt sich eine entspre-
chende Reduzierung der Schichtdicke 14' bei Verwen-
dung der geerdeten Zwischenschicht 26.

[0059] Die Zwischenschicht 26 konnte theoretisch
aus Metall bestehen, was jedoch wiederum Nachteile
infolge des deutlich héheren thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von Metallen bedeuten wiirde.
[0060] Es ist deshalb bevorzugt, die Zwischenschicht
26 aus einer elektrisch leitfahigen Keramik herzustellen,
etwa aus TiO,, das wahrend des thermischen Spritzvor-
gangs eine so starke Sauerstoffabreicherung erfahrt,
daR es elektrisch leitfahig wird.

[0061] Eine weitere Alternative zur Erzeugung der
Zwischenschicht 26 besteht in der Verwendung eines
Cermets, etwa aus einer Nikkel/Chrom/Kobalt-Legie-
rung, in der Karbide, wie etwa Wolframkarbidpartikel
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und Chromkarbidpartikel eingelagert sind.

[0062] Mit einem derartigen Cermet Iaf3t sich eine be-
sonders gute Leitfahigkeit gewahrleisten, jedoch ist der
thermische Ausdehnungskoeffizient naturgemaf héher
als z.B. bei TiO,, aber immer noch geringer als bei ub-
lichen metallischen Schichten.

[0063] Die Heizleiterschicht 22 wird wiederum, wie
vorstehend bereits erwdhnt, vorzugsweise durch ther-
mischen Spritzen in Verbindung mit einem Maskierver-
fahren auf der Unterseite der untersten Teilschicht 18'
der Isolierschicht 14" erzeugt.

[0064] Die einzelnen Schichten 16, 18, 20 gemaR Fig.
1 oder 26, 16', 18' gemaR Fig. 2 laufen an ihren Rédndern
jeweils allmahlich zur jeweils benachbarten Schicht aus,
so dal stetige Ubergange entstehen. Dadurch wird der
Gefahr der Delamination im Randbereich entgegenge-
wirkt.

Patentanspriiche

1. Keramik-Kochfeld mit einer Kochplatte (12) aus
Glaskeramik oder Glas, mit einer elektrischen Heiz-
leiterschicht (22), und mit einer Isolierschicht (14;
14") zwischen der Kochplatte (12) und der Heizlei-
terschicht (22), dadurch gekennzeichnet, daB die
Isolierschicht (14;14') aus einer Mehrzahl von
Schichten (16, 18, 20; 16', 18') besteht, die eine zur
Heizleiterschicht (22) hin abnehmende Porositat
aufweisen.

2. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die einzelnen Schichten (16,
18, 20; 16', 18") der Isolierschicht (14; 14')durch
thermisches Spritzen hergestellt sind.

3. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB zwischen der Isolier-
schicht (14') und der Kochplatte (12) eine elektrisch
leitfahige Zwischenschicht (26) vorgesehen ist.

4. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die elektrisch leitfahige Zwi-
schenschicht (26) aus einem Cermet oder einer
elektrisch leitfahigen Keramik besteht.

5. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die elektrisch leitfahi-
ge Zwischenschicht (26) durch thermisches Sprit-
zen hergestellt ist.

6. Keramik-Kochfeld nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Schichten (16, 18, 20; 16', 18') zur Heizleiterschicht
(22) hin eine abnehmende Flache einnehmen.

7. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Schichten (16, 18, 20; 16',
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18') zueinander zentriert, insbesondere zueinander
konzentrisch angeordnet sind.

8. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daB die Schichten (16, 18,
20; 16', 18'") in ihrem jeweiligen Randbereich all-
mahlich zur jeweils benachbarten Schicht Gberge-
hen.

9. Keramik-Kochfeld nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Isolierschicht (14; 14') aus Aluminiumoxid, aus Mul-
lit, aus Cordierit, aus Aluminiumoxid mit Zuséatzen
von Titanoxid, aus Zirkonoxid oder Mischungen von
Zirkonoxid und Magnesiumoxid besteht.

10. Keramik-Kochfeld nach einem der vorgehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Kochplatte (12) an ihrer der Heizleiterschicht (22)
zugewandten Seite eine ringférmig geschlossene
Vertiefung aufweist, die in der Nahe des Randbe-
reiches der auf die Kochplatte (12) aufgespritzten
Schicht (16, 26) verlauft.

Claims

1. A ceramic cooktop comprising a cooking plate (12)
of glass ceramic or glass, an electrical heat conduc-
tor layer (22) and an insulating layer (14; 14') be-
tween the cooking plate (12) and the heat conductor
layer (22), characterized in that the insulating lay-
er (14; 14") consists of a plurality of layers (16, 18,
20; 16', 18') having porosities which diminish toward
the heat conductor layer.

2. The ceramic cooktop of claim 1, characterized in
that the individual layers (16, 18, 20; 16', 18') of the
insulating layer (14; 14') are manufactured by ther-
mal spraying.

3. The ceramic cooktop of claim 1 or 2, characterized
in that an electrically conductive intermediate layer
(26) is provided between the insulating layer (14)
and the cooking plate (12).

4. The ceramic cooktop of claim 3, characterized in
that the electrically conductive intermediate layer
(14) consists of a cermet or of an electrically con-
ductive ceramic.

5. The ceramic cooktop of claim 3 or 4, characterized
in that the electrically conductive intermediate layer
(26) is applied by thermal spraying.

6. The ceramic cooktop of any of the preceding claims,
characterized in that the layers (16, 18, 20; 16',
18') occupy an area diminishing toward the heat
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conductor layer (22).

The ceramic cooktop of claim 6, characterized in
that the layers (16, 18, 20; 16', 18') are centered
with respect to each other, in particular are arranged
concentrically with respect to each other.

The ceramic cooktop of claim 6 or 7, characterized
in that the layers (16, 18, 20; 16', 18') at their rim
section verge into the respective adjacent layers.

The ceramic cooktop of any of the preceding claims,
characterized in that the insulating layer (14; 14")
consists of aluminum oxide, of mullite, of cordierite,
of aluminum oxide with additions of titanium oxide,
of zirconium oxide or of mixtures of zirconium oxide
and magnesium oxide.

The ceramic cooktop of any of the preceding claims,
characterized in that the cooking plate (12) com-
prises an annular groove (26) arranged at a side
facing the heat conductor layer (22) and extending
close to the rim area of the layer (16, 26) sprayed
onto the cooking plate (12).

Revendications

Zone de cuisson en céramique avec une plaque de
cuisson (12) en vitrocéramique ou en verre, avec
une couche conductrice chauffante électrique (22),
et avec une couche isolante (14 ; 14') entre la pla-
que de cuisson (12) et la couche conductrice chauf-
fante (22), caractérisée en ce que la couche iso-
lante (14 ; 14") se compose d'une pluralité de cou-
ches (16, 18, 20 ; 16', 18') qui présentent une poro-
sité décroissante en direction de la couche conduc-
trice chauffante (22).

Zone de cuisson en céramique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que les différentes cou-
ches (16, 18, 20 ; 16', 18") de la couche isolante
(14 ; 14") sont fabriquées par pulvérisation thermi-
que.

Zone de cuisson en céramique selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisée en ce qu'entre la couche
isolante (14') et la plaque de cuisson (12), il est pré-
vu une couche intermédiaire (26) conductrice élec-
trique.

Zone de cuisson en céramique selon la revendica-
tion 3, caractérisée en ce que la couche intermé-
diaire (26) conductrice électrique est composée
d'un Cermet ou d'une céramique conductrice élec-
trique.

Zone de cuisson en céramique selon la revendica-
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tion 3 ou 4, caractérisée en ce que la couche in-
termédiaire (26) conductrice électrique est fabri-
quée par pulvérisation thermique.

Zone de cuisson en céramique selon 'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les couches (16, 18, 20 ; 16', 18") occupent une sur-
face décroissante en direction de la couche con-
ductrice chauffante (22).

Zone de cuisson en céramique selon la revendica-
tion 6, caractérisée en ce que les couches (16, 18,
20 ; 16', 18") sont centrées les unes par rapport aux
autres, en particulier sont disposées de maniére
concentrique les unes par rapport aux autres.

Zone de cuisson en céramique selon la revendica-
tion 6 ou 7, caractérisée en ce que les couches
(16, 18, 20 ; 16', 18') présentent progressivement,
dans leurs zones de bord respectives, une transi-
tion avec la couche voisine.

Zone de cuisson en céramique selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la couche isolante (14, 14') est composée d'oxyde
d'aluminium, de mullite, de cordiérite, d'oxyde d'alu-
minium contenant des ajouts d'oxyde de titane,
d'oxyde de zirconium ou de mélanges d'oxyde de
zirconium et d'oxyde de magnésium.

Zone de cuisson en céramique selon 'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la plaque de cuisson (12) présente, sur son coté
tourné vers la couche conductrice chauffante (22),
un renfoncement fermé en anneau qui s'étend au
voisinage de la zone de bord de la couche (16, 26)
pulvérisée sur la plaque de cuisson (12).
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